EP 3 167 224 B1

(19)

(12)

(45)

(21)

(22)

Europdisches
Patentamt

European

Patent Office

Office européen
des brevets

(11) EP 3 167 224 B1

EUROPAISCHE PATENTSCHRIFT

Veroffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:

25.07.2018 Patentblatt 2018/30
Anmeldenummer: 15721647.4

Anmeldetag: 29.04.2015

(51)

(86)

(87)

Int Cl.:

F21V 23/00 (2015.01) F21V 29/508 (2015.0)
F21V 29/83 (2015.01) F21V 29/87 (2015.01)
F21K 9/69(2016.07) F21K 9/233 (2016.0)
F21V 5/04 (2006.07) F21V 17/10(2006.07)

F21Y 115/10 (2016.07)

Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2015/059410

Internationale Veroffentlichungsnummer:
WO 2016/005069 (14.01.2016 Gazette 2016/02)

(54)

HALBLEITERLAMPE
SEMICONDUCTOR LAMP
LAMPE A SEMI-CONDUCTEUR

(84)

(30)

(43)

(73)

(72)

Benannte Vertragsstaaten:

AL AT BEBG CH CY CZDE DK EE ES FIFRGB
GRHRHUIEISITLILTLULVMC MKMT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Prioritat: 09.07.2014 DE 102014213388

Veroffentlichungstag der Anmeldung:
17.05.2017 Patentblatt 2017/20

Patentinhaber: OSRAM GmbH
80807 Miinchen (DE)

Erfinder:
WENG, Thomas
80807 Miinchen (DE)

(74)

(56)

RINGLER, Stefan

86583 Schwabmiihlhausen (DE)
KLAFTA, Thomas

93142 Maxhiitte-Haidhof (DE)
AUERNHAMMER, Marianne
86653 Monheim (DE)

Vertreter: Nordmeyer, Philipp Werner
df-mp Dérries Frank-Molnia & Pohiman
Patentanwilte Rechtsanwailte PartG mbB
TheatinerstraBe 16

80333 Miinchen (DE)

Entgegenhaltungen:

WO-A1-2010/032169
US-A1- 2009 268 470
US-A1- 2011 211 351

WO0-A1-2010/032181
US-A1-2011 101 861

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen
Patents im Europaischen Patentblatt kann jedermann nach MaRgabe der Ausfiihrungsordnung beim Européischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebuihr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europaisches Patentliibereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)



1 EP 3 167 224 B1 2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Halbleiterlampe, auf-
weisend mindestens eine an einer Seite eines Substrats
angeordnete Halbleiterlichtquelle und eine Treiberschal-
tung zum Ansteuern der mindestens einen Halbleiter-
lichtquelle. Die Erfindung ist insbesondere anwendbar
auf Retrofitlampen, insbesondere Gliihlampen- oder Ha-
logenlampen-Retrofitlampen.

[0002] Essind Retrofittampen bekannt, bei denen eine
Treiberplatine in einer vorderseitig offenen Treiberkavitat
eines Gehduses untergebracht ist. Die Vorderseite ist
mittels eines als Kihlkérper dienenden metallischen De-
ckels verschlossen. Ein mit Leuchtdioden ("LEDs") be-
stlickter Trager ("LED-Trager") ist an einer AulRenseite
des Kuhlkérpers angebracht. Die Treiberplatine und der
LED-Trager sind also als zwei separate Komponenten
ausgefiihrt, welche mittels verschiedenster Kontaktie-
rungen (Stecker, Léten, Kabel, etc.) durch den Kihlkor-
per hindurch elektrisch verbunden werden. Fiir aktuelle
Verbindungsmethoden gibt es kaum einfache oder preis-
werte Methoden zur maschinellen Durchfiihrung der
elektrischen Verbindungsleitungen durch den Kuihlkor-
per. Dieser Produktionsschritt geschieht vielmehr meist
per Hand.

[0003] Ein weiterer Nachteil besteht darin, dass der
Waérmetransport von den LEDs zu dem Kihlk&rper durch
den dazwischenliegenden Trager nicht effektiv ist. Um
den Warmetransport zu verbessern, werden teilweise
Metallkern-Platinen als LED- Trager eingesetzt, welche
jedoch teuer sind. Alternativ kdnnen diinne (z.B. 0,5 mm
dicke) FR4-Platinen verwendet werden, welche eben-
falls erhdhte Kosten verursachen und einen Warmewi-
derstand von den LEDs zu dem Kuihlkdrper nur bedingt
reduzieren.

[0004] Aus dem Dokument WO 2010/032169 A1 ist
eine Halbleiterlampe mit einer Leiterplatte mit thermisch
leitfahigem Abschnitt und mit einem Kihlkérper, der mit
diesem Abschnitt in Verbindung steht bekannt.

[0005] Esistdie Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
die Nachteile des Standes der Technik zumindest teil-
weise zu Uberwinden. Es ist insbesondere eine Aufgabe,
eine Mdglichkeit zur vereinfachten elektrischen Kontak-
tierung einer Treiberschaltung mit zugehdrigen Halblei-
terlichtquellen, insbesondere LEDs, einer Halbleiterlam-
pe bereitzustellen. Es ist noch eine spezielle Aufgabe,
eine Moglichkeit zur preisglinstigen Warmeableitung von
Halbleiterlichtquellen, insbesondere LEDs, einer Halb-
leiterlampe auf konstruktiv einfache und kostenglnstige
Weise bereitzustellen.

[0006] Diese Aufgabe wird gemafR den Merkmalen des
unabhangigen Anspruchs geldst. Bevorzugte Ausfiih-
rungsformen sind insbesondere den abhéngigen An-
spriichen entnehmbar.

[0007] Die Aufgabe wird geldst durch eine Halbleiter-
lampe, aufweisend mindestens eine an einer ersten Seite
(imFolgenden ohne Beschrankung der Allgemeinheit als
"Vorderseite" bezeichnet) eines Substrats angeordnete
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Halbleiterlichtquelle und eine Treiberschaltung zum An-
steuern der mindestens einen Halbleiterlichtquelle, wo-
bei zumindest ein Teil der Treiberschaltung an einer der
mindestens einen Halbleiterlichtquelle abgewandten
zweiten Seite (im Folgenden ohne Beschrankung der All-
gemeinheit als "Rulckseite" bezeichnet) des Substrats
befestigtist, wobeiein Kiihlkérper an der Vorderseite des
Substrats flachig aufliegt, wobei dem Kiihlkérper mindes-
tens ein optisches Element nachgeschaltet ist, welches
rickwartig vorspringende Standbeine aufweist, die durch
eine jeweilige Aussparung in dem Boden des Kiihlkor-
pers bis zu dem Substrat reichen. Dadurch, dass die Trei-
berschaltung nicht mehr auf einer von dem Substrat der
Halbleiterlichtquellen getrennten Leiterplatte befestigt
ist, wird die Notwendigkeit einer elektrischen Verbindung
zweier Trager eliminiert, was eine Herstellung erheblich
erleichtert. Auch lasst sich so eine Reduzierung von
Komponenten fir die Kontaktierung (Stecker, Kabel,
etc.) und damit eine Ersparnis bei den Komponenten-
kosten erreichen. Zudem wird ein Trager eingespart. Der
Fertigungsprozess (z.B. eine Kombination aus Wellen-
Léten und SMD-Léten) fir ein solches bestiicktes Sub-
strat ist vergleichbar mit Fertigungsprozessen fir alle
gangigen zweiseitigen Platinen und somit bekannt, ver-
fugbar und kostenglinstig. Dies wiederum ermdglicht ei-
ne Einsparung von Investitionskosten in Sondermaschi-
nen fir z.B. Laserldten und/oder eine Einsparung von
Handarbeitsplatzen. Darlber hinaus ist die bisherige
Kontaktierung der Treiberplatine und des LED-Tragers
oftmals ein mechanischer und herstellungstechnischer
Schwachpunkt und somit haufig ein Problem fiir eine
Qualitatssicherung und eine Erreichung einer hohen Le-
bensdauer. Da diese Kontaktierung bei der vorliegenden
Erfindung nicht mehr nétig ist, konnen die Qualitat und
die Lebensdauer gesteigert bzw. ein Ausfallrisiko mini-
miert werden.

[0008] Die Treiberschaltung mag mehrere elektrische
und/oder elektronische Bauteile aufweisen, um in den
Sockel eingespeiste elektrische Signale in fiir den Be-
trieb der mindestens einen Halbleiterlichtquelle geeigne-
te elektrische Signale umzuwandeln. An der Riickseite
brauchen nicht samtliche Bauteile der Treiberschaltung
vorhanden sein, sondern einige der Bauteile mégen auch
an der Vorderseite vorhanden sein, insbesondere kleine
und/oder flache Bauelemente wie Widerstande, z.B.
Dickschicht-Widerstande. Grof3e Bauteile wie integrierte
Schaltungen, Kondensatoren, Spulen, elektronische
Schalter usw. sind vorzugsweise nur an der Riickseite
des Substrats befestigt.

[0009] Jedoch ist es eine fir eine gering gelegte und
flache Ausgestaltung der Vorderseite vorteilhafterweise
Ausgestaltung, dass samtliche Bauteile der Treiber-
schaltung an der Rickseite vorhanden sind.

[0010] Insbesondere umfasst die mindestens eine
Halbleiterlichtquelle mindestens eine Leuchtdiode
("LED"). Bei Vorliegen mehrerer Leuchtdioden kénnen
diese in der gleichen Farbe oder in verschiedenen Far-
ben leuchten. Eine Farbe kann monochrom (z.B. rot,
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grin, blau usw.) oder multichrom (z.B. weil3) sein. Auch
kann das von der mindestens einen Leuchtdiode abge-
strahlte Licht ein infrarotes Licht (IR-LED) oder ein ultra-
violettes Licht (UV-LED) sein. Mehrere Leuchtdioden
kénnen ein Mischlicht erzeugen; z.B. ein weilles Misch-
licht. Die mindestens eine Leuchtdiode kann mindestens
einen wellenlangenumwandelnden Leuchtstoff enthal-
ten (Konversions-LED). Der Leuchtstoff kann alternativ
oder zuséatzlich entfernt von der Leuchtdiode angeordnet
sein ("Remote Phosphor"). Die mindestens eine Leucht-
diode kann in Form mindestens einer einzeln gehdusten
Leuchtdiode oder in Form mindestens eines LED-Chips
vorliegen. Mehrere LED-Chips kénnen auf einem ge-
meinsamen Substrat ("Submount") montiert sein. Die
mindestens eine Leuchtdiode kann mit mindestens einer
eigenen und/oder gemeinsamen Optik zur Strahlfihrung
ausgerustet sein, z.B. mindestens einer Fresnel-Linse,
Kollimator, und so weiter. Anstelle oder zuséatzlich zu an-
organischen Leuchtdioden, z.B. auf Basis von InGaN
oder AlInGaP, sind allgemein auch organische LEDs
(OLEDs, z.B. Polymer-OLEDs) einsetzbar. Alternativ
kann die mindestens eine Halbleiterlichtquelle z.B. min-
destens einen Diodenlaser aufweisen.

[0011] Die Halbleiterlampe weist insbesondere an ih-
rem rickwartigen Ende einen Sockel zum mechanischen
und elektrischen Anschluss an eine Fassung auf. Der
Sockel mag beispielsweise ein Edison-Sockel oder ein
Bipin-Sockel sein. Insbesondere mag die Riickseite des
Substrats in Richtung des Sockels weisen (nach hinten
weisen) und die Vorderseite von dem Sockel abgewandt
sein (nach vorne weisen).

[0012] Allgemein mag unter "riickwartig" oder "nach
hinten" eine Richtung oder Ausrichtung zu dem Sockel
hin verstanden werden. Unter "vorderseitig" oder "nach
vorne" mag analog eine Richtung oder Ausrichtung von
dem Sockel weg verstanden werden. Auch mag unter
"vorderseitig" oder "nach vorne" eine Richtung oder Aus-
richtung zu einem Lichtabstrahlbereich verstanden wer-
den. Es ist eine Weiterbildung, dass die Halbleiterlampe
eine Langsachse aufweist, welche von einem riickwarti-
gen Sockelbereich zu einem vorderen Lichtabstrahlbe-
reich verlauft. Dann mag unter vorderseitig" oder "nach
vorne" eine Anordnung oder Ausrichtung in Richtung der
Langsachse und unter "riickwartig" oder "nach hinten ei-
ne Anordnung oder Ausrichtung gegen Richtung der
Langsachse verstanden werden.

[0013] Das Substrat mag jedes geeignete elektrisch
isolierende Basismaterial aufweisen, z.B. herkdmmli-
ches Basismaterial fir Platinen wie FR4, anderen Kunst-
stoff oder Keramik. Auch mag eine Metallkernplatine ver-
wendet werden. Das Substrat mag an seiner Vorderseite
und/oder an seiner Riickseite eine Leitungsstruktur (z.B.
umfassend mindestens eine Leiterbahn und/oder min-
destens ein Kontaktfeld) aufweisen. Alternativ oder zu-
satzlich mégen an dem Substrat befestigte Bauelemente
mittels eines Bonddrahts 0.4. elektrisch verbunden sein.
Jedoch sind auch andere Verbindungsmethoden ein-
setzbar. GemalR der Erfindung liegt ein Kihlkdrper an
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der Vorderseite des Substrats flachig auf. Dies ist nun
moglich, da der Kuhlkérper nicht mehr als Trennwand
zwischen der Treiberplatine und dem LED-Trager vor-
gesehen zu sein braucht. Diese Ausgestaltung ergibtden
Vorteil, dass das Substrat an der Seite, an welcher sich
auch die Halbleiterlichtquellen befinden, durch den Kiihl-
korper gekihlt wird, einen Warmewiderstand durch das
Substrat hindurch eliminiert und den Kiihlkérper beson-
ders effektiv thermisch an die Halbleiterlichtquellen an-
bindet. Die verbesserte Kiihlanbindung ermdglicht auch
eine Reduzierung von Material (z.B. Aluminium) in der
Lampe und optimiert dadurch die Kosten. Die verbesser-
te Kiihlanbindung mag zudem die Lebensdauer erhéhen,
einen Einsatz von kostenglinstigeren Komponenten er-
moglichen und/oder einen Verzicht auf ein Pottingmate-
rial (siehe weiter unten) erleichtern. Jedoch mag, insbe-
sondere bei einer nur geringen Leistung der mindestens
einen Halbleiterlichtquelle, auch auf den Kiihlkérper ver-
zichtet werden.

[0014] Der Kihlkérper mag beispielsweise aus Kera-
mik oder Metall bestehen, z.B. aus Aluminium.

[0015] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass der Kuhl-
kérper mindestens eine Aussparung fir die mindestens
eine Halbleiterlichtquelle aufweist, so dass das Licht der
Halbleiterlichtquelle(n) praktisch ungehindert durchtre-
ten kann. Auch mag der Kuhlkérper weitere Aussparun-
gen aufweisen, z.B. fur andere Bauteile, Lotpunkte
und/oder zur Durchfiihrung von Strukturkomponenten
wie Standbeinen usw. Die Aussparungen ermdglichen
allgemein eine direkte oder mit einem nur sehr geringen
Spalt verbundene Auflage des Kihlkdrpers und damit
einen besonders geringen Warmewiderstand.

[0016] Es ist eine weitere Ausgestaltung, dass der
Kuhlkorper ein schalenartiger Kiihlkdrper mit einem plat-
tenférmigen Boden und einem davon angewinkelt abge-
henden Seitenrand ist, wobei die mindestens eine Aus-
sparung fir die mindestens eine Halbleiterlichtquelle in
dem Boden eingebracht ist. Ein solcher Kiihlkérper l&sst
sich einfach herstellen.

[0017] Es ist noch eine weitere Ausgestaltung, dass
der Kuhlkérper mittels einer adhdsiven Warmeleitschicht
an dem Substrat befestigt ist, insbesondere daran ange-
klebtist. Dies ermdglicht eine feste Verbindung miteinem
nur sehr geringen Warmewiderstand. Die adhasive War-
meleitschicht mag z.B. eine TIM ("Thermal Interface Ma-
terial")-Folie sein. Die Warmeleitschicht mag auch aus
einer Warmeleitpaste bestehen.

[0018] Es ist eine Weiterbildung, dass der Kiihlkdrper
Uber einen thermisch gut leitfahigen Gap-Filler an der
Vorderseite des Substrats aufliegt. Dadurch mag auf
Aussparungen in dem Boden verzichtet werden (z.B. fiir
Létpunkte), da sich durch den Gap-Filler ein héherer Ab-
stand zwischen dem Kiihlkérper und der Vorderseite des
Substrat einstellen lasst. Der Gap-Filler weist eine er-
heblich héhere thermische Leitfahigkeit auf als bliche
Substratmaterialien. Ermag z.B. aus Warmeleitpaste be-
stehen.

[0019] Esistferner eine Ausgestaltung, dass das Sub-



5 EP 3 167 224 B1 6

strat in einem Geh&duse untergebracht ist. Dies ermdg-
licht eine Berihrsicherheit und einen Schutz vor mecha-
nischen und chemischen Beanspruchungen.

[0020] Das Substrat magindem Gehause kraftschliis-
sig (z.B. mittels einer Presspassung oder einer Klemm-
passung), formschlissig und/oder stoffschllssig (z.B.
mittels Klebstoffs) fixiert sein. Es mag z.B. aufinnenseitig
in dem Gehduse vorhandenen Haltelaschen oder auf ei-
ner Stufe des Gehauses aufliegen.

[0021] Das Gehause bestehtinsbesondere aus einem
elektrisch isolierenden Material, insbesondere Kunst-
stoff. Das Gehduse mag einteilig oder mehrteilig ausge-
bildet sein.

[0022] Das Gehause mag insbesondere einen rick-
wartigen Sockelbereich aufweisen, welcher zusammen
mit mindestens einem elektrischen Kontaktelement ei-
nen Sockel des Halbleiterlampe bilden kann. Der Sockel
mag beispielsweise ein Edison-Sockel oder ein Bipin-
Sockel sein.

[0023] Es ist aulRerdem eine Ausgestaltung, dass das
Gehause vorderseitig offen ist. Dies erlaubt einen Ein-
satz von Komponenten der Halbleiterlampe. Zudem wird
so eine Fugerichtung festgelegt, was eine Fertigungs-
komplexitat auf einem geringen Niveau halt.

[0024] Es ist auch noch eine Ausgestaltung, dass der
Seitenrand des Kiihlkérpers flachig an einer Innenseite
des Gehduses aufliegt. Die erméglicht eine effektive
Warmeabfuhr auf und durch das Geh&use als auch einen
sicheren Sitz in dem Geh&use, z.B. in einer Klemmpas-
sung. Dazu mag der Seitenrand insbesondere zwischen
Haltelaschen und eine starre Gehdusewand eingesteckt,
z.B. eingeklemmt, sein. Die Haltelaschen mégen ober-
seitig das Substrat tragen. Der Seitenrand erstreckt sich
insbesondere nach hinten. Er mag eine oder mehrere
Unterbrechungen aufweisen, um eine elastische Ver-
formbarkeit bereitstellen zu kénnen.

[0025] Esistzudem eine Ausgestaltung, dass die Trei-
berschaltung in dem Gehause von Pottingmaterial um-
geben ist. Dies verbessert eine Warmeableitung auf das
Gehause, da Pottingmaterial einen geringeren Warme-
widerstand aufweist als Luft. Zudem ist die Treiberschal-
tung (und ggf. davon ausgehende Leitungen, z.B. zum
Sockel) so besonders geschitzt, z.B. gegen mechani-
sche Beanspruchungen. Das Pottingmaterial mag bei-
spielsweise nach Einbringen des bestlickten Substrats
in das Gehause eingefillt werden. Es wird vorzugsweise
maximal bis auf eine Héhe des Substrats aufgefillt, um
die LED-Chips nicht zu schadigen oder abzudecken.
[0026] Es ist noch eine Ausgestaltung, dass das Sub-
strat nur an einer Seite eine Leitungsstrukturierung auf-
weist und an der anderen Seite des Substrats befestigte
Bauelemente mit der Leitungsstrukturierung Uber elek-
trisch leitfahige Durchfiihrungen durch das Substrat elek-
trisch verbunden sind. Ein solches Substratistbesonders
preiswert. Alternativ mag ein beidseitig mit einer Lei-
tungsstruktur versehenes Substrat verwendet werden.
[0027] Die elektrisch leitfahige Durchfiihrung mag eine
eigenstandige Durchfiihrung sein, z.B. in Form mindes-
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tens einer Durchkontaktierung oder mindestens eines
Vias (Vertical Interconnect Access). Eine leitfahige
Durchfiihrung mag zusatzlich oder alternativ als ein An-
schlussstift eines fur eine Durchsteckmontage (auch als
‘through-hole technology’, THT, oder ’pin-in-hole tech-
nology’, PIH, bezeichnet) ausgebildeten Bauelements,
z.B. eines elektrischen oder elektronischen Bauelements
der Treiberschaltung, ausgebildet sein. Die Bauelemen-
te der Treiberschaltung mégen also insbesondere THT-
Bauelemente sein, deren Anschlussstifte oder An-
schlussbeinchen beispielsweise durch das Substrat hin-
durchgefiihrt sind und an der Vorderseite elektrisch an-
geschlossen sind, z.B. dort verl6tet sind. Alternativ oder
zusatzlich mag beispielsweise mindestens ein Bauele-
ment an der Ruckseite mit einem Via elektrisch verbun-
den sein, z.B. ein SMD-Bauteil an einem Via angeldtet
sein. Gemal der Erfindung ist dem Kuihlkdrper mindes-
tens ein optisches Element nachgeschaltet, welches
rickwartig vorspringende Standbeine oder FiRe auf-
weist, die durch eine jeweilige Aussparungin dem Boden
des Kuhlkorpers bis zu dem Substrat reichen. Die Stand-
beine ermdglichen auf einfache Weise eine genaue Po-
sitionierung des optischen Elements in Bezug auf die
mindestens eine Halbleiterlichtquelle. Sie mégen z.B. als
Abstandshalter dienen. Die Aussparungen mdgen als
Ausrichtungshilfen und als seitliche Fiihrungen dienen.
[0028] Esistferner eine Ausgestaltung, dass die Halb-
leiterlampe eine Retrofitlampe ist. Eine solche mag an-
stelle einer herkdbmmlichen Lampe ohne Halbleiterlicht-
quellen eingesetzt werden und weist daherinsbesondere
einen Sockel zum Anschluss an eine herkémmliche Fas-
sung auf. Die Retrofittampe mag z.B. eine Glihlampen-
Retrofittampe sein, z.B. mit einem Edisonsockel, z.B.
vom Typ E14 oder E27. Sie mag auch eine Halogenlam-
pen-Retrofitlampe sein, z.B. mit einem Bipin-Sockel, z.B.
vom Typ GU, z.B. GU10 oder GU5.3.

[0029] Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merk-
male und Vorteile dieser Erfindung sowie die Artund Wei-
se, wie diese erreicht werden, werden klarer und deutli-
cher verstandlich im Zusammenhang mit der folgenden
schematischen Beschreibung eines Ausfiihrungsbei-
spiels, das im Zusammenhang mit den Zeichnungen na-
her erldutert wird. Dabei kénnen zur Ubersichtlichkeit
gleiche oder gleichwirkende Elemente mit gleichen Be-
zugszeichen versehen sein.

Fig.1  zeigt als Explosionsdarstellung in Schragan-
sicht eine Halbleiterlampe gemaR einem ersten
Ausfiihrungsbeispiel;

zeigt als Explosionsdarstellung in Schragan-
sicht ausgewabhlte Teile der Halbleiterlampe ge-
mafR dem ersten Ausflihrungsbeispiel;

zeigt als teilweise Schnittdarstellung in Schrag-
ansicht die zusammengebaute Halbleiterlampe
gemal dem ersten Ausfiihrungsbeispiel; und
zeigt als teilweise Schnittdarstellung in Schrag-
ansicht einen Ausschnitt aus der Halbleiterlam-
pe gemal dem ersten Ausfihrungsbeispiel.

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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[0030] Fig.1 zeigt als Explosionsdarstellung in Schra-
gansicht eine Halbleiterlampe 1 in Form einer Halogen-
Retrofitlampe. Die Halbleiterlampe 1 weist ein Gehause
2 mit einer becherartigen Grundform auf, das an seinem
rickwartigen Ende einen Sockelbereich 3 aufweist. Das
Gehause 2 ist hier teilweise aufgeschnitten dargestellt.
Die Halbleiterlampe 1 weist eine von hinten (dem So-
ckelbereich 3) nach vorne (einem Lichtabstrahlbereich)
verlaufende Langsachse A auf.

[0031] Der Sockelbereich 3 dient einer mechanischen
Befestigung der Halbleiterlampe 1 in einer herkdmmli-
chen Bipin-Fassung (0. Abb.), z.B. fiir Halogenlampen.
Zur weiteren mechanischen Befestigung und zum elek-
trischen Anschluss der Halbleiterlampe 1 stehen von ei-
ner riickwartigen Stirnflaiche des Sockelbereichs 3 zwei
metallische Anschlussstifte 4 nach hinten vor, die zusam-
men mit dem Sockelbereich 3 einen Bipin-Sockel der
Halbleiterlampe 1 bilden, beispielsweise vom Typ "GU",
z.B. GU10.

[0032] Das Gehause 2 ist vorderseitig offen, wobei
durch eine vordere Offnung 5 ein Substrat 6 einsetzbar
ist. Das Substrat 6 ist hier als ein kreisscheibenférmiges
FR4- oder CEM-Substrat ausgebildet, wie auch genauer
in Fig.2 gezeigt. An einer Vorderseite 7 des Substrats 6
sind mehrere Halbleiterlichtquellen in Form von LED-
Chips 8 angeordnet. Die LED-Chips 8 sind tber an der
Vorderseite 7 vorhandene Kontaktfelder 9 miteinander
verbunden. Die Kontaktfelder 9 bestehen aus metalli-
schen Schichten, z.B. aus Kupfer, und bilden zusammen
eine Leitungsstruktur.

[0033] AneinerRickseite 10 des Substrats 6 sind Bau-
elemente 11 einer Treiberschaltung zum Ansteuern der
LED-Chips 8 befestigt. Das Substrat 6 ist also ein ge-
meinsames Substrat sowohl fiir die LED-Chips 8 als auch
fur die Bauelemente 11 der Treiberschaltung. Die Vor-
derseite 6 und die Rickseite 10 des Substrats 6 sind
grundsatzlich voneinander elektrisch isoliert. Eine elek-
trische Verbindung der Bauelemente 11 der Treiber-
schaltung und der LED-Chips 8 wird durch mindestens
eine elektrisch leitfahige Durchfiihrung (o. Abb.) zwi-
schen der Vorderseite 6 und der Rickseite 10 des Sub-
strats 6 erreicht.

[0034] Es ist eine Variante, dass das Substrat 6 beid-
seitig mit einer jeweiligen Leitungsstruktur versehen ist,
welche jeweils ein oder mehrere Leiterbahnen und/oder
Kontaktfelder aufweisen mag. Die Leitungsstruktur weist
hier vier Kontaktfelder 9 auf, welche die rdumlich ringfor-
mig angeordneten LED-Chips 8 elektrisch in Reihe ver-
schalten. Es ist eine besonders preisglinstige Variante,
dass das Substrat 6 nur einseitig, z.B. hier an der Vor-
derseite 7, mit einer jeweiligen Leitungsstruktur versehen
ist. Ein elektrischer Anschluss der Bauelemente 11 der
Ruckseite 10 mag dann z.B. mittels der leitfahigen Durch-
fuhrung(en) mit der Leitungsstruktur der Vorderseite 7
umgesetzt sein. Dies mag z.B. dadurch geschehen, dass
die Bauelemente 11 als fir die Durchsteckmontage ein-
gerichtete Bauelemente sind, beispielsweise indem sie
durch das Substrat 6 gefiihrte Anschlussstifte (0. Abb.)
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aufweisen.

[0035] An der Vorderseite 7 des Substrats 6 liegt ein
Kuhlkérper 12 mit einer schalenartigen Grundform fla-
chig auf, der genauer in Fig.2 gezeigt ist. Der Kiihlkérper
12 weist einen plattenférmigen Boden 13 und einen da-
von randseitig nach hinten abgehenden, mehrfach
durchbrochenen Seitenrand 14 auf. Der Boden 13 weist
Aussparungen 15 fiir die LED-Chips 8 sowie weitere Aus-
sparungen 16 z.B. fiir durch leitfahige Durchfiihrungen
erzeugte Vorspriinge an der Vorderseite 7 des Substrats
6 auf. Zudem sind in dem Boden 13 Aussparungen 23
flr Standbeine 22 vorhanden, wie weiter unten naher
ausgefihrt wird.

[0036] Der Kihlkérper 12 ist mittels einer adhasiven
Warmeleitschicht 17 an dem Substrat 6 angeklebt. Da-
durch wird eine starke Befestigung bei gleichzeitig ge-
ringem Warmewiderstand ermdglicht. Die Warmeleit-
schicht 17 weist zu den Aussparungen 15, 16 und 23 des
Bodens 13 analoge Lécher oder Aussparungen 15a, 16a
bzw. 23a auf, wie auch genauer in Fig.2 gezeigt. Die
Warmeleitschicht 17 mag z.B. als Warmeleitfolie vorlie-
gen. Alternativ zu einem TIM-Material mag auch ein sog.
"Gap Filler" verwendet werden, z.B. ein sog. "Gap-Pad",
so dass auf Aussparungen 16a fir durch leitfahige
Durchfiihrungen erzeugte Vorspriinge verzichtet werden
kann, ohne einen Warmewiderstand zu sehr zu erh6hen.
[0037] Um eine mechanische und thermische Anbin-
dung der Bauelemente 11 mit dem Gehause 2 zu ver-
bessern, ist das Gehause 2 bis zum Substrat 6 mit einem
Pottingmaterial 20 verfullt, welches also die Bauelemen-
te 11 umgibt.

[0038] Der Kihlkdrper 12 ist vorderseitig von einem
optischen Element in Form eines Linsenelements 21
Uberdeckt. Das Linsenelement 21 ist eine gemeinsame
Optik fur die LED-Chips 8 und weist riickseitig mehrere
(hier: drei) vorspringende Auflagebereiche in Form stift-
férmiger FiRe oder Standbeine 22 auf, wie auch genauer
in Fig.2 gezeigt. Die Standbeine 22 fihren durch Aus-
sparungen 23 in dem Boden 13 des Kuhlkérpers 12 und
analoge Aussparungen 23a in der Warmeleitschicht 17.
Sie kontaktieren die Vorderseite 7 des Substrats 6 und
wirken so als Positionierungshilfe, insbesondere als Ab-
standshalter.

[0039] Das Linsenelement 21 wird mittels eines Halte-
rings 24 in eine riickwartige Richtung gedriickt, so dass
es sich nicht von dem Substrat 6 16st. Der Haltering 24
ist dazu vor dem Linsenelement 21 angeordnet und mit
einer Innenseite des Gehauses 2 Giber Rasthaken 25 ver-
rastbar.

[0040] Fig.3 zeigt die zusammengebaute Halbleiter-
lampe 1 mit einem seitlich aufgeschnittenen Gehause 2.
Fig.4 zeigt die zusammengebaute Halbleiterlampe 1 als
Schnittdarstellung durch einen vorderen Bereich auf H6-
he des Substrats 6. Das Pottingmaterial 20 ist in diesen
beiden Figuren nicht eingezeichnet.

[0041] Der Seitenrand 14 des Kiihlkérpers 12 liegt mit
seiner Aulenseite flachig an dem Gehause 2 an und
ermdglicht so eine effektive Warmeubertragung auf das
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Gehause 2. Zudem mag der Kiihlkérper 12 so klemmend
in dem Gehdause 2 gehalten werden.

[0042] Das Substrat6 liegt mit einem Randbereich sei-
ner Riickseite 10 auf Haltelaschen 26 auf, die von einer
Innenseite des Gehauses 2 nach vorne vorstehen.
[0043] Der Haltering 24 schlie3t vorderseitig praktisch
flachenbiindig mit dem Gehause 2 ab.

[0044] Das Linsenelement 21 weist oberhalb jedes
LED-Chips 8 einen riickwartig vorspringenden, linsenar-
tigen Lichtsammelbereich 27 auf. Der Lichtsammelbe-
reich 27 mag beispielsweise Uber einem jeweiligen LED-
Chip 8 einen Ricksprung mit einem konvex ausgebilde-
ten Boden aufweist. Dadurch wird praktisch das ganze
von einem LED-Chip 8 abgestrahlte Licht aufgefangen
und in dem Linsenelement 21 breitflachig nach vorne ge-
leitet. An seiner grundsatzlich planen Vorderseite weist
das Linsenelement 21 ein Feld 28 von Mikrolinsen auf,
welche die Lichtabstrahlung weiter vergleichmaRigen.
Die Mikrolinsen mdgen insbesondere konvex geformt
sein, z.B. sphérisch, aspharisch oder kissenférmig.
[0045] Diese Halbleiterlampe 1 weist nur eine Flige-
richtung auf, was die Fertigungskomplexitat der gesam-
ten Plattform auf einem geringen Niveau halt.

[0046] Bei einem Betrieb der Halbleiterlampe 1 wird
Uber die elektrischen Anschlussstifte 4 die Treiberschal-
tung mit den Treiberbauteilen 11 mit einem elektrischen
Versorgungssignal (z.B. einer Netzspannung) versorgt.
Die Treiberschaltung wandelt das elektrische Versor-
gungssignal in eine zum Betrieb der in Reihe geschalte-
ten LED-Chips 8 geeignetes elektrisches Betriebssignal
um. Dieses mag z.B. getaktet sein und/oder in Bezug auf
seine Stromhdhe einstellbar sein. Das Betriebssignal
mag einen gedimmten Betrieb der LED-Chips 8 erlau-
ben. Das zumindest einige der Anschlussstifte der Trei-
berbauteile 11 der Treiberschaltung durch das Substrat
6 hindurchgefiihrt sind und mit den dortigen Kontaktfel-
dern 9 elektrisch verbunden sind, kann das Betriebssig-
nal ohne weiteres in die LED-Chips 8 eingespeist wer-
den. Das daraufhin von den LED-Chips 8 abgegebene
Licht lauft durch die Aussparungen 15 des Bodens 13
des Kuhlkérpers 12 und in jeweilige Lichtsammelberei-
che 27 des Linsenelements 21. Das rlckwartig in das
Linsenelement 21 eingekoppelte Licht wird folgend an
der Vorderseite durch das Feld 28 der Mikrolinsen von
der Halbleiterlampe 1 abgestrahlt. Von den LED-Chips
8 erzeugte Abwarme wird auf den Boden 13 des Kihl-
kérpers 12 Gbertragen und folgend vor allem von dessen
Seitenwand 14 auf das Gehduse 2 und durch das Ge-
hause 2 nach aullen abgegeben.

[0047] Obwohl die Erfindung im Detail durch das ge-
zeigte Ausfiihrungsbeispiel ndher illustriert und beschrie-
ben wurde, so ist die Erfindung nicht darauf einge-
schranktund andere Variationen kénnen vom Fachmann
hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der
Erfindung zu verlassen.

[0048] Allgemein kann unter "ein", "eine" usw. eine
Einzahl oder eine Mehrzahl verstanden werden, insbe-
sondere im Sinne von "mindestens ein" oder "ein oder
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mehrere" usw., solange dies nicht explizit ausgeschlos-
sen ist, z.B. durch den Ausdruck "genau ein" usw.

[0049] Auch kann eine Zahlenangabe genau die an-
gegebene Zahl als auch einen Ublichen Toleranzbereich
umfassen, solange dies nicht explizitausgeschlossenist.

Bezugszeichen

[0050]

1 Halbleiterlampe
2 Gehause

3 Sockelbereich
4 Anschlussstift

5 Vordere Offnung
6 Substrat

7 Vorderseite

8 LED-Chip

9 Kontaktfeld

10 Rickseite

11 Bauelement

12 Kihlkorper

13 Boden

14 Seitenrand

15 Aussparung
15a  Aussparung

16 Aussparung
16a  Aussparung

17 Warmeleitschicht
20 Pottingmaterial
21 Linsenelement
22 Standbein

23 Aussparung

23a  Aussparung

24 Haltering

25 Rasthaken

26 Haltelasche

27 Lichtsammelbereich
28 Feld von Mikrolinsen
A Langsachse
Patentanspriiche

1. Halbleiterlampe (1), aufweisend

- mindestens eine an einer Vorderseite (7) eines
Substrats (6) angeordnete Halbleiterlichtquelle
(8) und

- eine Treiberschaltung (11) zum Ansteuern der
mindestens einen Halbleiterlichtquelle (8),

wobei

- zumindest ein Teil der Treiberschaltung (11)
an einer der mindestens einen Halbleiterlicht-
quelle (8)abgewandten Riickseite (10) des Sub-
strats (6)befestigt ist,
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wobei ein Kiihlkérper (12) an der Vorderseite (7)
des Substrats (6) flachig aufliegt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dem Kiihlkérper (12) min-
destens ein optisches Element (21) nachge-
schaltet ist, welches riickwartig vorspringende
Standbeine (22) aufweist, die durch eine jewei-
lige Aussparung (23) in dem Boden (13) des
Kuhlkorpers (12) bis zu dem Substrat (6) rei-
chen.

Halbleiterlampe (1) nach Anspruch 1, wobei der
Kuhlkorper (12) mindestens eine Aussparung (15)
fur die mindestens eine Halbleiterlichtquelle (8) auf-
weist.

Halbleiterlampe (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei der Kiihlkérper (12) ein schalen-
artiger Kuhlkérper (12) mit einem plattenférmigen
Boden (13) und einem davon angewinkelt abgehen-
den Seitenrand (14) ist, wobei die mindestens eine
Aussparung (15) fiir die mindestens eine Halbleiter-
lichtquelle (8) in dem Boden (13) eingebracht ist.

Halbleiterlampe (1) nach einem der Anspriiche 1 bis
3, wobei der Kiihlkdrper (12) mittels einer adhdsiven
Warmeleitschicht (17) an dem Substrat (6) befestigt
ist.

Halbleiterlampe (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei das Substrat (6) in einem Gehau-
se (2) untergebracht ist.

Halbleiterlampe (1) nach Anspruch 5, wobei das Ge-
hause (2) einen riickwartigen Sockelbereich (3) auf-
weist und vorderseitig offen ist.

Halbleiterlampe (1) nach einem der Anspriiche 3
oder 4 in Kombination mit einem der Anspriiche 5
oder 6, wobei der Seitenrand (14) des Kuhlkérpers
(12) flachig an einer Innenseite des Gehaduses (2)
aufliegt.

Halbleiterlampe (1) nach einem der Anspriiche 5 bis
7, wobei die Treiberschaltung (11) in dem Gehause
(2) von Pottingmaterial (20) umgeben ist.

Halbleiterlampe (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei das Substrat nur an einer Seite
(7) eine Leitungsstrukturierung (9) aufweist und an
der anderen Seite (10) des Substrats (6) befestigte
Bauelemente (11) mit der Leitungsstrukturierung (9)
Uber elektrisch leitfahige Durchfiihrungen durch das
Substrat (6) elektrisch verbunden sind.

Halbleiterlampe (1) nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei die Halbleiterlampe (1) eine Re-
trofitlampe ist.
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Claims

1.

A semiconductor lamp (1) comprising

- at least one semiconductor light source (8) ar-
ranged on a front side (7) of a substrate (6) and
- a driver circuit (11) for driving the at least one
semiconductor light source (8),

whereby

- at least a part of the driver circuit (11) is mount-
ed on one of the rear sides (10) of the substrate
(6) facing away from the at least one semicon-
ductor light source (8),

wherein a heat sink (12) rests flat on the front (7) of
the substrate (6),

characterized in that at least one optical element
(21) is connected downstream of the heat sink (12),
which has rearwardly projecting support legs (22)
which extend through a respective recess (23) in the
base (13) of the heat sink (12) to the substrate (6).

Semiconductorlamp (1) according to claim 1, where-
in the heat sink (12) has at least one cutout (15) for
the at least one semiconductor light source (8).

Semiconductor lamp (1) according to one of the pre-
ceding claims, wherein the heat sink (12) is a cup-
like heat sink (12) having a plate-shaped base (13)
and a lateral edge (14) angled therefrom, wherein
the at least one cutout (15) for the at least one sem-
iconductor light source (8) is provided in the base
(13).

Semiconductor lamp (1) according to any of Claims
1 to 3, wherein the heat sink (12) is attached to the
substrate (6) by means of an adhesive heat conduct-
ing layer (17) .

Semiconductor lamp (1) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the substrate (6) is located
in a housing (2).

Semiconductor lamp (1) according to claim 5, the
housing (2) having a rear socket region (3) and being
open at the front.

Semiconductor lamp (1) according to one of claims
3 or 4 in combination with one of claims 5 or 6, the
lateral edge (14) of the heat sink (12) resting flat on
an inside of the housing (2).

Semiconductor lamp (1) according to any of claims
5 to 7, wherein the driver circuit (11) is surrounded
in the housing (2) by potting material (20).

Semiconductor lamp (1) according to one of the pre-
ceding claims, wherein the substrate has a conduc-
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tor structure (9) only on one side (7) and components
(11) fastened to the other side (10) of the substrate
(6) are electrically connected to the conductor struc-
ture (9) via electrically conductive leadthroughs
through the substrate (6).

Semiconductor lamp (1) according to any of the pre-
ceding claims, wherein the semiconductor lamp (1)
is a retrofit lamp.

Revendications

1.

Lampe a semi-conducteurs (1), comportant

- au moins une source de lumiere a semi-con-
ducteurs (8) agencée au niveau d’'une face
avant (7) d’'un support (6) et

- un circuit d’attaque (11) destiné a commander
I'au moins une source de lumiére a semi-con-
ducteurs (8),

dans laquelle

- au moins une partie du circuit d’attaque (11)
est fixée a une face arriére (10), éloignée de I'au
moins une source de lumiére a semi-conduc-
teurs (8), du support (6), dans laquelle un corps
de refroidissement (12) repose par sa surface
sur la face avant (7) du support (6),

caractérisée en ce qu’au moins un élément optique
(21) est placé en aval du corps de refroidissement
(12), lequel élément optique comporte des pattes de
soutien (22) qui font saillie vers l'arriere et qui attei-
gnent le support (6) a travers un évidement (23) res-
pectif dans le fond (13) du corps de refroidissement
(12).

Lampe a semi-conducteurs (1) selon la revendica-
tion 1, dans laquelle le corps de refroidissement (12)
comporte au moins un évidement (15) pour l'au
moins une source de lumiére a semi-conducteurs

).

Lampe a semi-conducteurs (1) selon I'une quelcon-
que des revendications précédentes, dans laquelle
le corps de refroidissement (12) est un corps de re-
froidissement (12) du type coque avec un fond (13)
en forme de plaque et avec un bord latéral (14) par-
tant de la suivant un certain angle et dans laquelle
'au moins un évidement (15) pour I'au moins une
source de lumiére a semi-conducteurs (8) est placé
dans le fond (13).

Lampe a semi-conducteurs (1) selon I'une quelcon-
que des revendications 1 a 3, dans laquelle le corps
de refroidissement (12) est fixé au support (6) au
moyen d’une couche thermoconductrice (17) adhé-
sive.
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5.

10.

Lampe a semi-conducteurs (1) selon I'une quelcon-
que des revendications précédentes, dans laquelle
le support (6) est placé dans un boitier (2).

Lampe a semi-conducteurs (1) selon la revendica-
tion 5, dans laquelle le boitier (2) comporte une zone
de socle (3) a 'arriere et est ouvert a I'avant.

Lampe a semi-conducteurs (1) selon I'une quelcon-
que des revendications 3 ou 4 en combinaison avec
I'une quelconque des revendications 5 ou 6, dans
laquelle le bord latéral (14) du corps de refroidisse-
ment (12) repose par sa surface sur un cété intérieur
du boitier (2).

Lampe a semi-conducteurs (1) selon I'une quelcon-
que des revendications 5 a 7, dans laquelle le circuit
d’attaque (11) est entouré, dans le bottier (2), par un
matériau d’enrobage (20).

Lampe a semi-conducteurs (1) selon I'une quelcon-
que des revendications précédentes, dans laquelle
le support ne comporte une structure conductrice (9)
quesuruneface (7) etdanslaquelle des composants
(11) fixés sur l'autre face (10) du substrat (6) sont
reliés électriquement a la structure conductrice (9)
par lintermédiaire de traversées électriquement
conductrices dans le substrat (6).

Lampe a semi-conducteurs (1) selon I'une quelcon-
que des revendications précédentes, dans laquelle
la lampe a semi-conducteurs (1) est une lampe dite
rétrofit.
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